
 
  

“半导体之父”张忠谋谈国产设备：现实挑战与未来路径

“半导体之父”张忠谋近期在公开场合谈及国产半导体设备时，态度既坦诚又清醒。这位台积电创始
人直言，国产设备要追赶上全球领先水平，还有很长的路要走。这番话并非泼冷水，而是基于产业链
实际现状的判断。张忠谋强调，芯片制造不是单点突破就能解决的问题，从设计到材料再到设备，每
个环节都相互依赖，尤其设备层面，涉及光学、精密机械、化学和软件等多学科协同。

国产设备的真实差距在哪里

张忠谋在多个场合提到，当前国产半导体设备最薄弱的环节是光刻机。光刻机是芯片制造的“心脏”
，而高端EUV（极紫外光刻）设备目前只有荷兰ASML能够量产。国产设备目前主要集中在成熟制程领
域，比如28nm以上节点的蚀刻、薄膜沉积和清洗设备。差距不仅体现在技术精度，更体现在系统集成
与良率控制上。张忠谋举例说，一台先进光刻机内部有超过10万个零件，来自全球数千家供应商，这
种协同能力不是一朝一夕能复制出来的。

国产设备并非全无亮点

尽管整体水平有差距，但张忠谋也承认，在部分细分领域，国产设备已经跑出了速度。比如刻蚀设备
和清洗设备，中微公司和盛美上海的产品已经在国内一些晶圆厂里稳定运行，甚至实现了部分对国外
设备的替代。尤其在成熟制程领域，国产设备的性价比和售后服务响应速度，已经具备一定竞争力。
张忠谋特别提到，国产设备的进步不能只看最顶端的几台设备，还要看整个链条上的配套能力和软件
生态。比如，有些国产设备本身性能不差，但搭配的自动化控制系统或量测软件还不够成熟，导致实
际使用效率打折扣。

国产设备替代面临的核心瓶颈

张忠谋指出，国产设备想要真正跑出来，必须跨越三道坎。第一是核心零部件依赖进口，比如高纯石
英、特种气体、精密阀门、光学镜头等，很多仍然要从日本、德国和美国进口。第二是设备验证周期
长，晶圆厂对一款新设备的接受周期通常在12到18个月，甚至更长，因为要经过严格的工艺认证和稳定
性测试。第三是人才断层，懂设备又懂工艺的复合型工程师太少，很多高校的课程设置还停留在十年
前的教材上。张忠谋坦言，设备开发不是写几篇论文就能解决的问题，需要在产线上反复调试、打磨
，这种“现场经验”才是真正的护城河。

国产设备发展需要避开哪些误区

张忠谋提醒行业注意几个常见误区。一是“大干快上”的心态，设备研发不能完全靠砸钱堆人，必须
尊重科学规律和工程迭代节奏。二是“全面开花”的倾向，国产设备企业更应该聚焦在几个有优势的
细分领域，比如刻蚀、薄膜沉积、清洗、CMP（化学机械抛光），而不是试图什么都自己做。三是低
估了国际封锁的复杂性，即使设备本体做出来了，上下游配套的EDA工具、量测设备、检测工艺如果
不匹配，整体良率依然难以上去。他举例，有些国内晶圆厂买了国产刻蚀设备，但因为缺乏对应的在
线检测设备，每次调试都要停机送样到实验室，导致产能利用率大打折扣。

张忠谋的发言背后，透露出一个核心判断：国产设备不是不可能赶上，但需要做好打持久战的准备。
短期来看，成熟制程领域会率先实现替代，先进制程则需要更长时间。对于国内设备厂商来说，与其
盲目追高，不如先把成熟制程的设备做精做稳，积累够经验再向上突破。正如张忠谋所说，半导体行
业的竞争，最终拼的是耐心和细节。
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